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「中国製造2025」の重点分野
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半導体と通信は
やはり重点分野

半導体がどのような
位置付けなのか、
特許出願の面から
概観してみた

2015年5月に発表され、
米中貿易摩擦の契機に

なったとされる
中国の重要政策

出典：「中国製造2025とは 重点10分野と23品目に力」日本経済新聞電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO38656320X01C18A2EA2000/

2019.10報告済

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO38656320X01C18A2EA2000/


国際特許分類(IPC)について
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すべての技術分野を網羅

A: 生活必需品

B: 処理操作；運輸

C: 化学；冶金

D: 繊維；紙

E: 固定構造物

F: 機械工学；照明；他

G: 物理学

H: 電気

H01: 基本的電気素子

H04: 電気通信技術

H01L: 半導体装置

2019.10報告済



半導体関連特許の出願件数
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半導体特許
右軸 →

中国出願全体
← 左軸

国際特許分類(IPC)でH01L（半導体装置）に分類されている特許

全体が急増している
半導体の伸びは緩い
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製造方法(H01L 21)

集積回路(H01L 27)

半導体素子(H01L 29)

太陽電池/光センサ(H01L 31)

発光素子(H01L 33)

有機EL(H01L 51)

その他

「半導体（H01L）」の内訳は？
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太陽電池に注力
（2007～2011年）

有機ELを強化

半導体製造方法が中心

2019.10報告済

今月は、ここを深堀りしてみました



半導体製造方法（H01L 21）の詳細
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SMIC（中芯国際） [CN]
HLMC（上海华力微电子） [CN]
TSMC [TW]
Samsung Gr. [KR]
東京エレクトロン [JP]
BOE Gr.（京東方科技集団） [CN]
Applied Materials [US]
パナソニック Gr. [JP]
IMECAS（中国科学院微電子研究所） [CN]
INFINEON [DE]

2019.11報告済

清華紫光集團、

華虹集団
は？？？



半導体製造方法（H01L 21）の詳細
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Samsung Gr. [KR]

東京エレクトロン [JP]

BOE Gr.（京東方科技集団） [CN]
Applied Materials [US]

パナソニック Gr. [JP]

IMECAS（中国科学院微電子研究所） [CN]
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Beijing Univ.（北京大学） [CN]

東芝 Gr. [JP]
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XIDIAN Univ.（西安電子科技大） [CN]
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Global Foundaries [US]

住友電工 [JP]
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キヤノン Gr. [JP]
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Inst. of Semiconductors CAS（中国科学院半導体研究府） [CN]

日本電気 Gr. [JP]

2019.11報告済

清華紫光集團、

華虹集団
は？？？



トップ８（中国出願件数）
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CN, 
8329

WO, 
0

US, 
1147

EP, 
164

KR, 
12

TW, 
12

JP, 0
others

, 0

SMIC（中芯国際） [CN]

CN, 
5869

WO, 
1

US, 
209

EP, 3 KR, 1 TW, 1 JP, 0

others
, 0

HLMC(上海华力微电子) [CN]

CN, 
5428

WO, 
30

US, 
1081

6EP, 
55

KR, 
1949

TW, 
3258

JP, 
346

others
, 1312

TSMC(台湾半導体製造) [TW]

CN, 
3836

WO, 
81

US, 
4910

EP, 
547

KR, 
3863

TW, 
1181

JP, 
2026

others
, 700

Samsung(三星) [KR]

CN, 
3690

WO, 
1339

US, 
4167

EP, 
471

KR, 
3358

TW, 
2561

JP, 
4598

others
, 466

東京エレクトロン [JP]

CN, 
2832

WO, 
1022

US, 
1273

EP, 
227

KR, 
95

TW, 4 JP, 91 others
, 21

BOE（京東方科技集団） [CN]

CN, 
4365

WO, 
2821

US, 
8961

EP, 
976

KR, 
3806

TW, 
3654

JP, 
2781

others
, 1379

Applied Materials [US]

CN, 
2542

WO, 
833

US, 
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EP, 
545

KR, 
936

TW, 
878

JP, 
3851

others
, 318

パナソニックGr. [JP]

SMIC（中芯国際） [CN] HLMC [CN]
(上海华力微电子)

TSMC [TW]
(台湾半導体製造) 

Samsung(三星) [KR]

東京エレクトロン [JP] BOE [CN]
（京東方科技集団）

Applied Materials [US] パナソニック Gr. [JP]

中国企業にCN国内出願が多いのは当然
それにしても、SMIC, HLMCは偏りが著しい



他の中国企業・機関
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CN, 
2356

WO, 
582

US, 
610

EP, 4
KR, 0

TW, 2
JP, 2 others

, 32

IMECAS [CN]

（中国科学院微電子研究

所）

CN, 
1564

WO, 
2

US, 
803

EP, 1 KR, 8

TW, 
588

JP, 1
others

, 1

ASE Gr.（日月光集團） [CN]

CN, 
1302

WO, 
68

US, 
80

EP, 1 KR, 0 TW, 0 JP, 0
others

, 11

Beijing Univ.（北京

大学） [CN]

CN, 
1185

WO, 
503

US, 
504

EP, 2

KR, 
20

TW
, 0

JP, 18 others
, 32

CSOT（华星光电）

[CN]

CN, 
1141

WO, 
100

US, 
55

EP, 2
KR, 
33

TW, 
75

JP, 8 others
, 30

NAURA（北方华创）

[CN]

CN, 
669

WO, 
2

US, 2
EP, 0 KR, 0 TW, 0 JP, 1

others
, 0

XIDIAN Univ. [CN]

（西安電子科技大）

CN, 
768

WO, 
87

US, 
264

EP, 2

KR, 0

TW, 
90 JP, 89 others

, 0

Tsinghua Univ. [CN]

（清華大学）

CN, 
489

WO, 
1

US, 2
EP, 0 KR, 0 TW, 0 JP, 0

others
, 0

XMC（武漢新芯） [CN]

IMECAS [CN]
（中国科学院微電子研究所）

ASE Gr. [CN]
（日月光集團）

Beijing Univ. [CN]
（北京大学）

CSOT [CN]
（华星光电）

NAURA[CN]
（北方华创）

XIDIAN Univ. [CN]
（西安電子科技大）

Tsinghua Univ. [CN]
（清華大学）

XMC [CN]
（武漢新芯）

外国にもバランスよく出願するグループと
中国国内にしか関心がないグループ



他の外国企業
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WO, 
217

US, 
2322

EP, 
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KR, 
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TW, 
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JP, 
287

others
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INFINEON [DE]（10位）

CN, 
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US, 
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EP, 
348

KR, 
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TW, 
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JP, 
822

others
, 1122

IBM [US]（11位）

CN, 
1784

WO, 
114

US, 
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EP, 
185

KR, 
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TW, 
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JP, 
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others
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1437

WO, 
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US, 
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EP, 
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KR, 
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TW, 
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JP, 
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others
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東芝 Gr. [JP]（15位）
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2532

WO, 
408

US, 
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EP, 
371

KR, 
1964TW, 

1586

JP, 
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others
, 517

半導体エネルギー研究所

[JP] （17位）

CN, 
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WO, 
2784

US, 
8659

EP, 
1755

KR, 
4517

TW, 
4133

JP, 
3243

others
, 8017

LAM research [US] （19位）

CN, 
1653

WO, 
911

US, 
2421

EP, 
752

KR, 
1143

TW, 
1207

JP, 
446

others
, 1130

INTEL Gr. [US] （20位）

CN, 
837

WO, 
0

US, 
491

EP, 0

KR, 0

TW, 
45

JP, 4 others
, 0

UMC （聯華電子） [TW] （28

位）

INFINEON [DE]（10位） IBM [US]（11位） Renesas [JP]（12位） 東芝 Gr. [JP]（15位）

半導体エネルギー研究所
[JP] （17位）

LAM research 
[US]（19位）
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[TW] （28位）
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 「中国製造2025」の重点10分野に含まれている半導体の

「製造方法」（国際特許分類(IPC) H01L 21/00）について

出願人別の海外出願動向＊）を深堀り

＊）：中国出願されていることが前提。特許ファミリーを分析

 中国企業は、ほとんど中国にしか出願していないグループと

国際出願を利用するなどして各国に出願するグループがある

 国有企業であり、中国共産党政権の政策を最も忠実に反映して

いると思われる紫光集団の活動が、なぜかほとんど見えて来て

いない
この見解は、推測を含みます。権利行使等をご検討の際には、証拠能力を独自にご判断ください。
また、本資料の著作権は英究特許事務所に帰属します。無断で複写・複製・再配布すること等を禁じます。
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